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Kleinteile machen den Unterschied

Aufruf — Partnersuche: Vakuum-Hochratebeschichtung von Kleinteilen als
Massengut

Massengut? — Zahlreiche Kleinteile in der industriellen Produktion werden in so groBen
Mengen gefertigt und verarbeitet, dass man von Massengutern spricht. Metallische
Verbindungselemente wie Bolzen, Schrauben oder Niete fallen in diese Kategorie. lhr
Einsatz liegt oft im Verborgenen und doch spielen sie eine ganz wesentliche Rolle in der
Produktion von Industriegttern. Die Qualitat eines Produkts bemisst sich auch an der
Quialitat der verwendeten Verbinder. Uberziige oder Beschichtungen solcher Verbinder
dienen der Verbesserung ihrer Gebrauchseigenschaften im Verarbeitungsprozess und
wahrend der gesamten Lebensdauer des Produkts, in welchem sie die Teile zu einem
Ganzen flgen.

Die Arbeitsgruppe ,Beschichtung von Bauteilen” des Fraunhofer FEP hat sich Uber einen
langeren Zeitraum der Verfahrensentwicklung zur Beschichtung solcher Kleinteile mittels
physikalischer Dampfabscheidung (engl. physical vapor deposition, PVD) gewidmet. Im
Fokus dieser Entwicklung standen dabei Verbindungselemente fiir den Automobilbau,
welche durch die Beschichtung vor Korrosion geschutzt werden. Heute ist dabei ein
Stand erreicht, der die Erzeugung 10 pm dicker Aluminium-basierter Korrosionsschutz-
schichten auf Kleinchargen von Verbindern in einem etwa einstiindigen Beschichtungs-
prozess ermoglicht. Die Technologie hat damit das Interesse industrieller Beschichtungs-
dienstleister geweckt, die sich mit der Aufskalierung auf den tatsachlichen industriellen
Bedarf beschaftigen. Das Verfahren wurde fir den Stahl-Innovationspreis 2015 der
Wirtschaftsvereinigung Stahl nominiert. Das Spektrum der Themen bei diesem Wettbe-
werb spiegelt die Bedeutung des Leichtbaus in der industriellen Produktion wider und
bestarkt die Entwickler in ihrer Uberzeugung, dass ihr Verfahren in der Zukunft ein
Baustein fur die Produktion neuer konkurrenzfahiger Produkte sein wird, in denen
unterschiedliche Materialien durch korrosionsfeste Verbindungen kombiniert werden
kénnen. Besonders im Automobilbau sind die Bemuhungen um Gewichtsersparnis im
Sinne einer ressourcenschonenden Mobilitat ungebrochen: Die stetige Weiterentwick-
lung von Komponenten, verbunden mit dem Einsatz neuer Konstruktionswerkstoffe
stellt auch neue Anforderungen an die Fligeelemente und ihre Oberflachen. Gerade
beim Materialmix sind neben dem Korrosionsschutz weitere Funktionen der Beschich-
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tung gefragt. So findet durch Mikrostrome Gber die multiplen Grenzflachen hinweg ein |
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als anderen Korrosionsschutzlberziigen Uberlegen. Die am Fraunhofer FEP vorhandene
PVD-Anlagentechnik bietet durch die Kombination verschiedener Vakuumbeschich-
tungsverfahren viele Freiheitsgrade bezlglich der Schichtmaterialien und des Schichtauf-
baus.

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe ,,Mechanisches Fligen” der Professur flr Fligetechnik
und Montage der TU Dresden will sich das Fraunhofer-Team kiinftig der Optimierung
von elektrischen, mechanischen und Korrosionsschutzeigenschaften der Schichten
intensiver widmen. Hierzu kdnnen Schichtarchitekturen mit Zwischenlagen eines
zweiten Metalls realisiert und deren mechanische und elektrische Eigenschaften im
gesetzten Zustand untersucht werden. Die Arbeitsgruppe der TU kann Fligeverbindungen
mit beschichteten Nietelementen realisieren und die gefligten Kontakte einer detaillier-
ten Charakterisierung unterziehen, welche die elektrische Priifung mit einschlieBt.

Die beiden Forschungsgruppen suchen nun interessierte Industriepartner, um in
anwendungsorientierten Projekten wissenschaftliche und praxisnahe Erfahrungen
zusammenzuflhren und die komplexen Aufgabenstellungen zielgerichtet im Verbund
zu bearbeiten.
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PVD-beschichtete Kontaktbolzen und Muttern
© Fraunhofer FEP | Bildquelle in Druckqualitat:
www.fep.fraunhofer.de/presse
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Quasimetallische Mikrokontaktflache zwischen einem PVD-be-
schichteten Stahlbolzen und einem Aluminiumbauteil
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Das Fraunhofer-Institut fiir Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP arbeitet an innovativen Losungen auf den
Arbeitsgebieten der Vakuumbeschichtung, der Oberfldchenbehandlung und der organischen Halbleiter. Grundlage dieser Arbeiten sind die
Kernkompetenzen Elektronenstrahltechnologie, Sputtern, plasmaaktivierte Hochratebedampfung und Hochrate-PECVD sowie Technologien fur
organische Elektronik und IC-/Systemdesign. Fraunhofer FEP bietet damit ein breites Spektrum an Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotfertigungs-
maoglichkeiten, insbesondere fir Behandlung, Sterilisation, Strukturierung und Veredelung von Oberflachen sowie fiir OLED-Mikrodisplays,
organische und anorganische Sensoren, optische Filter und flexible OLED-Beleuchtung. Ziel ist, das Innovationspotenzial der Elektronenstrahl-,
Plasmatechnik und organischen Elektronik flr neuartige Produktionsprozesse und Bauelemente zu erschlieBen und es fir unsere Kunden nutzbar
zu machen. Das COMEDD (Center for Organics, Materials and Electronic Devices Dresden) flhrt seit 2014 alle bisherigen Aktivitaten im Bereich der
organischen Elektronik unter dem Dach des Fraunhofer FEP weiter.



